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本发明属于显示屏技术领域，具体为液晶面

板的切割方法，将液晶面板水平的放置在切割设

备的切割工作台上对液晶面板进行初步定位，精

调切割液晶面板进行精确定位；用切割设备切割

液晶面板的第一面；将液晶面板翻转后水平放置

在切割设备的切割工作台上，对液晶面板进行初

步定位，精调切割液晶面板进行精确定位；用切

割设备切割液晶面板的第二面。本发明在切割过

程中，两个面的切割分别使用不同的刀压切割，

第一切割刀压略高于第二切割刀压，在分离时，

切割下的液晶面板的边角料连结在液晶面板上，

可以控制边角料的去除方向和时间，从而保证边

角料不会在分离刮伤液晶面板，提高切割的合格

率。
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1.液晶面板的切割方法，其特征在于，包括如下步骤：

（1）将液晶面板水平的放置在切割设备的切割工作台上，切割设备将液晶面板上的第

一面预设的切割线路区域进行放大识别，沿液晶面板的第一面切割方向，对液晶面板进行

初步定位；

（2）确定该第一面预设的切割线路所在的液晶像素行的中心线，该中心线确定为第一

精确切割线路，在第一精确切割线路确定后，精调切割液晶面板进行精确定位；

（3）根据确定的第一精确切割线路，用切割设备切割液晶面板的第一面，切割深度位置

不超过液晶面板中的液晶层；

（4）将液晶面板翻转后水平放置在切割设备的切割工作台上，切割设备将液晶面板第

二面预设的切割线路区域进行放大识别，沿液晶面板的第二面切割方向，对液晶面板进行

初步定位；

（5）确定该第二面预设的切割线路所在的液晶像素行的中心线，该中心线确定为第二

精确切割线路，在第一精确切割线路确定后，精调切割液晶面板进行精确定位；

（6）根据确定的第二精确切割线路，用切割设备切割液晶面板的第二面，切割深度位置

不超过液晶面板中的液晶层。

2.根据权利要求1所述的液晶面板的切割方法，其特征在于，切割设备对液晶面板的第

一面进行切割时采用第一切割刀压，切割设备对液晶面板的第二面进行切割时采用第二切

割刀压，所述的第一切割刀压高于第二切割刀压。
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液晶面板的切割方法

技术领域

[0001] 本发明属于显示屏技术领域，具体为液晶面板的切割方法。

背景技术

[0002] 液晶面板制作完成后需要进行切割，切割成满足设计要求尺寸的单片液晶面板，

传统的液晶面板切割方法一般只设定一个切割深度和一个刀压，  在切割过程中，液晶显示

屏和边角料散开方向不确定，因此切割胡的液晶面板与边角料之间会发生磨擦和  碰撞，刮

伤液晶面板，导致切割成品的合格率较低。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是：提供一种切割成品率高的液晶面板的切割方法。

[0004] 本发明为解决其技术问题提供的一种技术方案是：

液晶面板的切割方法，包括如下步骤：

（1）将液晶面板水平的放置在切割设备的切割工作台上，切割设备将液晶面板上的第

一面预设的切割线路区域进行放大识别，沿液晶面板的第一面切割方向，对液晶面板进行

初步定位；

（2）确定该第一面预设的切割线路所在的液晶像素行的中心线，该中心线确定为第一

精确切割线路，在第一精确切割线路确定后，精调切割液晶面板进行精确定位；

（3）根据确定的第一精确切割线路，用切割设备切割液晶面板的第一面，切割深度位置

不超过液晶面板中的液晶层；

（4）将液晶面板翻转后水平放置在切割设备的切割工作台上，切割设备将液晶面板第

二面预设的切割线路区域进行放大识别，沿液晶面板的第二面切割方向，对液晶面板进行

初步定位；

（5）确定该第二面预设的切割线路所在的液晶像素行的中心线，该中心线确定为第二

精确切割线路，在第一精确切割线路确定后，精调切割液晶面板进行精确定位；

（6）根据确定的第二精确切割线路，用切割设备切割液晶面板的第二面，切割深度位置

不超过液晶面板中的液晶层。

[0005] 作为上述方案的改进，切割设备对液晶面板的第一面进行切割时采用第一切割刀

压，切割设备对液晶面板的第二面进行切割时采用第二切割刀压，所述的第一切割刀压高

于第二切割刀压。

[0006] 本发明的有益技术效果是：本发明在切割过程中，两个面的切割分别使用不同的

刀压切割，  第一切割刀压略高于第二切割刀压，  在分离时，  切割下的液晶面板的边角料

连结在液晶面板上，可以控制边  角料的去除方向和时间，  从而保证边角料不会在分离刮

伤液晶面板，提高切割的合格率。
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具体实施方式

[0007] 完整地描述，以充分理解本发明的目的、方案和效果。需要说明的是，在不冲突的

情况下本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。此外本发明中所使用的上、下、

左、右等描述仅仅是相对图中本发明各组成部分相互位置关系来说的。

[0008] 液晶面板的切割方法，包括如下步骤：

（1）将液晶面板水平的放置在切割设备的切割工作台上，切割设备将液晶面板上的第

一面预设的切割线路区域进行放大识别，沿液晶面板的第一面切割方向，对液晶面板进行

初步定位；

（2）确定该第一面预设的切割线路所在的液晶像素行的中心线，该中心线确定为第一

精确切割线路，在第一精确切割线路确定后，精调切割液晶面板进行精确定位；

（3）根据确定的第一精确切割线路，用切割设备切割液晶面板的第一面，切割深度位置

不超过液晶面板中的液晶层；

（4）将液晶面板翻转后水平放置在切割设备的切割工作台上，切割设备将液晶面板第

二面预设的切割线路区域进行放大识别，沿液晶面板的第二面切割方向，对液晶面板进行

初步定位；

（5）确定该第二面预设的切割线路所在的液晶像素行的中心线，该中心线确定为第二

精确切割线路，在第一精确切割线路确定后，精调切割液晶面板进行精确定位；

（6）根据确定的第二精确切割线路，用切割设备切割液晶面板的第二面，切割深度位置

不超过液晶面板中的液晶层。

[0009] 切割设备对液晶面板的第一面进行切割时采用第一切割刀压，切割设备对液晶面

板的第二面进行切割时采用第二切割刀压，所述的第一切割刀压高于第二切割刀压。

[0010] 尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明，但所属领域的技术人员应该明

白，在不脱离所述权利要求书所限定的本发明的精神和范围内，在形式上和细节上可以对

本发明做出各种变化，均为本发明的保护范围。
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摘要(译)

本发明属于显示屏技术领域，具体为液晶面板的切割方法，将液晶面板
水平的放置在切割设备的切割工作台上对液晶面板进行初步定位，精调
切割液晶面板进行精确定位；用切割设备切割液晶面板的第一面；将液
晶面板翻转后水平放置在切割设备的切割工作台上，对液晶面板进行初
步定位，精调切割液晶面板进行精确定位；用切割设备切割液晶面板的
第二面。本发明在切割过程中，两个面的切割分别使用不同的刀压切
割，第一切割刀压略高于第二切割刀压，在分离时，切割下的液晶面板
的边角料连结在液晶面板上，可以控制边角料的去除方向和时间，从而
保证边角料不会在分离刮伤液晶面板，提高切割的合格率。
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